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Abstract (en)
The board (10) has a lower side, and an upper side that is provided as a visible face, where the board is made of weather resistant material and
provided for formation of a floor covering (50) in connection with a connection element (20) that is arranged on the upper side. A fixation mold
enables fixation of the board with the connection element at the lower side in a form-fit manner for guiding the partial joint-less floor covering, where
the connection element is made of plastic material. Another fixation mold stabilizes swiveling position of the board relative to the connection element.
An independent claim is also included for a method for manufacturing the floor covering.

Abstract (de)
Es wird eine Bodenbelagsplatte, insbesondere aus einem ftrittfesten, elastischen, vorzugsweise witterungsbesténdigen Material, ein
Verbindungselement, ein Bodenbelag und ein Verfahren zur Herstellung eines Bodenbelags vorgeschlagen, wobei die Bodenbelagsplatte eine als
Sichtseite vorgesehene Oberseite und eine Unterseite aufweist und wobei die Bodenbelagsplatte zur Bildung eines Bodenbelags in Verbindung
mit einem auf der Unterseite der Bodenbelagsplatte angeordneten Verbindungselement vorgesehen ist, wobei die Bodenbelagsplatte zur Erzielung
einer Wirkverbindung mit dem Verbindungselement wenigstens eine erste Befestigungsausformung aufweist, so dass die Bodenbelagsplatte zur
Herbeiflihrung eines zumindest teilweise fugenlosen Bodenbelags unterseitig mit dem Verbindungselement formschlissig verbunden ist.
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